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微星科技微學程

微星科技微學程設置宗旨為整合學校資電
基礎課程與微星軟韌體與硬體設計課程，共同培育理
論與實務兼備之科技人才。

培訓軟韌體與硬體設計設計人才。

基礎課程+核心課程+實習/專題實作(Capstone 課程)。

1.需修畢計算機概論、電路學及電子學
2.核心課程軟韌體設計與硬體設計擇一選課。

軟韌體與硬體設計設計工程師。

2024年招生規劃時程

資料來源:微星科技
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於2023年7月起積極與微星科技洽談「軟韌體與硬體
人才專業培育計畫」進行產學合作
校內通過設置「微星科技微學程」由微星提供獎學金、
教師授課鐘點費等相關經費鼓勵學生修讀，學生完成
選讀課程後擇優錄取微星正職員工，畢業即就業。預
定2024年9月開課，培訓時程規劃如下:
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課程規劃Roadmap
資料來源:微星科技
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微
星
實
習

大四下學期大四上學期

共
通
課
程

Linux 軟韌體專業

分
班
訓
練

軟韌體班 & 硬體班

複習1.電子學

2.電路學

3.計算機概論

1. Linux基本操作

2. Linux系統編程和編譯代碼

3. Linux設備驅動編寫

ARM base硬體專業

1. 硬件概念-初階 CPU RISC

2. 進階 (學習單晶片機編程)

3. ARM Cortex-M / -A

Linux 軟韌體專業

1. Embedded Linux實作

2. AI技術實作

ARM base硬體專業

1. ARM電子電路設計

2. Allegro / OrCAD學習

專
題
承
接

微
星
組

在
校
組

小型專題合作

1. 因學分不足需補足

2. 公司提供小型專題項目

3. 教授帶領微星學分班同學

4. 無實習津貼
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